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Das Internet der Dinge schafft neue Heraus-
forderungen beim PCB-Design

EDITORIAL

Kann ,schnell* auch ,zuverléssig* sein?

AKTUELLES

Nachrichten/Verschiedenes
Tagungen/Fachmessen/Weiterbildung

Neue Normen

Entwicklung einer Low Temperature Cofire
Ceramic (LTCC) unter HF-Leiterbahnen

2061
2074
2079

BAUELEMENTE
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Halbleitermérkte im steilen Anstieg
und strukturellen Umbruch
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Test- und Inspektionssystemen sind wichtige Teilaspekte einer
kostengiinstigen und schnellen Elektronikfertigung. Die Be-
deutung dieser Systeme als Standortfaktor in einer zukunfts-
orientierten regionalen Technologiepolitik wéchst, denn fiir
das Testen und Inspizieren wihrend der Fertigung gelten sehr
hohe Anforderungen an Genauigkeit und Zuverléssigkeit.
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Titelbild

Das Ingenieurbiiro Markus Cieluch GbR présentiert sich
als Leiterplatten Layout Service. Mit iiber 20 Jahren
Layout-Erfahrung kennt es alle Anforderungen aus dem
kommerziellen, medizinischen und ebenso

aus dem militérischen und dem Luftfahrt-Bereich.

GroBe Erfahrung gibt es auch in der Hochspannung,
mit Schaltreglern und High-Speed Anwendungen.

Im Bereich Leiterplatten-Design wird ein Vor-Ort Service
angeboten, der auch International genutzt werden kann.

Weitere Informationen: www.cieluch.de
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